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© Prufanordnung fur Leiterplatten. 

© Bei einer Prufanordnung fur Leiterplatten mit Kontaktna- 
deln zur Kontaktierung der zu prufenden Leiterbahnen, einer 
Rangierleiterplatte zwischen den Kontaktnadeln und einer 
Nadeltragerplatte sowie einem Kontaktflachenfeld. auf das die 
Nadeln der Nadeltragerplatte aufsetzen und mit dem eine 
Verbindung zu den elektronischen Auswerteeinheiten des 
Prufsystems herstellbar ist, werden zur Reduzierung der 
AnschluBpunktezahl im Kontaktflachenfeld Zonen gleicher 
Kontaktpunktzahl gebildet. 

Die Erfindung ist vor allem bei Prufanordnungen fur Leiter- 
platten in der Fertigung fur elektronische Gerate anwendbar. 
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© Prufanordnung ftir Leiterplatten. 

© Bei einer Prufanordnung fur Leiterplatten mit Kontaktnadein zur Kontaktierung der zu prufenden Leiterbah- 
nen einer Rangierieiterplatte zwischen den Kontaktnadein und einer Nadeltragerplatte sowie eihem Kontaktfla- 
chenfeld. auf das die Nadeln der Nadeltragerplatte aufsetzen und mit dem eine Verbindung zu den elektroni- 
schen Auswerteeinheiten des Prufsystems herstellbar ist, werden zur Reduzierung der Anschluflpunktezahl im 
Kontaktflachenfeld Zonen gleicher Kontaktpunktzahl gebiidet 

Die Erfindung ist vor ailem bei Prufanordnungen fur Leiterplatten in der Fertigung fur elektronische Gerate 
anwendbar. 
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, Technisches Gebiet 

Die Erfindung betrifft eine Prufanordnung fur Leiterplatten mit Kontaktnadeln zur Kontaktierung der zu 
5 prufenden Leiterbahnen, welche in einem Zwischenadapter eingesetzt sind, einer Rangierleiterplatte zwi- 
schen den Kontaktnadeln und einer Nadeltragerplatte, mit der die dem PrUfiing abgewandten Kontaktpunkte 
der Kontaktnadeln auf ein vorgegebenes Raster umrangiert werden, und mit einem Kontaktflachenfeld mit 
Kontaktpunkten im vorgegebenen Raster, auf das die Nadein der Nadeltragerplatte aufsetzen und mit dem 
eine Verbindung zu den elektronischen Auswerteeinheiten der Prufanordnung herstellbar ist. 



Stand der Technik 

Eine solche Prufanordnung ist aus der DE-OS 29 54 194 bekannt. Die Prufanordnung wird im 
is Leiterplattenprufautomat eingesetzt, urn das senkrechte Kontaktieren mit Prufnadein auf den rasterfrei 
angeordneten Prufflachen der Pruflinge zu ermoglichen. Ein solcher Universalpriifadapter bietet Kontakt- 
punkte in Form von Nadein oder Flachen in einem bestimmten Raster (z. B. 1/10") an. Ausgehend von 
diesem festen Raster werden uber eine Leiterplatte die Kontakte so rangiert, da/3 sie zu den Prufflachen des 
Prufiings spiegelbildlich angeordnet sind. Eine senkrechte Nadelkontaktierung ist somit moglich, insbeson- 
20 dere auch die Umsetzung von einer 1/10"- auf 1/20"-Rasteranordnungen. 

Haufig ist es notwendig, beispielsweise eine engere Kdntaktanordnung wie 1/20" innerhaib eines 
normalen 1/10"-Rasters zu adaptieren, wobei allerdings eine vollstandige engere Ahordnung, wie z. B. 
1/20", einen zu groflen Aufwand darstellt bzw. aus mechanischen Grunden nicht herstellbar ist. 

25 

Darstellung der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine PrGfanordnung fur Leiterplatten zu schaffen, die eine 
grofle Flexibility hinsichtlich des PrGfrasters bei relativ geringem Aufwand gewahrieistet 

30 Zur Losung dieser Aufgabe ist bei einer Prufanordnung zur Reduzierung der Anschluflpunktezahl bei 
der Anschaltung der Auswerteeinheiten das Kontaktflachenfeld in Zonen mit jeweils gleicher Kontaktpunkt- 
zahl eingeteiit, wobei jeder Kontaktpunkt einer Zone mit je einem Kontaktpunkt der weiteren Zone 
verbunden und auf einen Stecker am Rande des Kontaktflachenfeides gefuhrt ist. 

Gematf der Erfindung ist es moglich, Adapter fUr unbestuckte und bestiickte Leiterplatten aufzubauen, 

35 die auch in gro/teren Dimensionen (z. B. gro/ter 30.000 Testpunkte) noch wirtschaftiich herstellbar sind. Die 
elektrische Verbindung der Durchschaiteme/telektronik auf ein Kontaktfeld (Adapterfeld) gro/3erer Dimension 
erfordert einen hohen Entwicklungs- und Fertigungsaufwand hinsichtlich der Kabelzufuhrung, der Kabelab- 
fangung und des Platzbedarfs fur Stecker und Kabel. Auch die Herstellung des Kontaktfeldes sowie die 
Reparatur und Wartung ist bei ausreichender Zuganglichkeit sichergestellt. 

40 Die in den Unteranspruchen beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele gewahrieisten eine vorteilhafte Vertei- 
lung der Kontaktpunkte, wenn das gesamte Feld z. B. im 1/20"-Raster aufgebaut ist, so datf das Kontaktfeld 
mit zwei verschiedenen Grundrastern betrieben werden kann, erstens uber der inneren Flache als 1/20"- 
Kontaktfeld, zweitens uber die gesamte Flache ais 1/10 "-Kontaktfeld sowie drittens uber eine Rangierleiter- 
platte, mit der eine beliebig gemischte Kontaktrasterung fur den Prufling auf der gesamten Flache erzeugt 

45 werden kann, ohne Veranderungen an der Verkabeiung zur Auswerteelektronik vorzunehmen. 



Kurze Beschreibung der Zeichnung 

50 Die Erfindung wird anhand der Figuren erlautert, wobei 

Figur 1 eine Gesamtdarstellung eines LeiterplattenprUfautomaten, 

Figur 2 eine Schemadarstellung der Zonen eines Kontaktfeldes fur einen Leiterplattenprufautomat 

und 

Figur 3 ein Ausfuhrungsbeispiel fur eine Verbindung von Kontaktpunkten des Kontaktflachenfeides 
darstellt. 
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Bester Weg zur Ausfuhrung der Erfindung 

In der Rgur 1 ist ein Leiterplattenprufautomat gezeigt, bei dem zwischen einer Druckplatte DP und einer 
Nadeltragerplatte NP1 mit Kontaktstiften KS die zu prufende Leiterplatte L liegt. Uber eine Rangierieiterplat- 
5 te RL mit Rangierverbindungen RV und Durchkontaktierungen DK und eine Nadeltragerplatte NP2 mit 
Kontaktstiften KS werden Prufverbindungen zu einem Kontaktfeld KF hergestelit. bei dem von in einem 
Raster (z. B. 1/1 0") liegenden Kontaktfeldpunkten KFP uber Anschlusse AS die nicht dargestellte Auswerte- 
elektronik angeschlossen wird. 

Das Kontaktfeld KF wird beim dargestellten Beispiel nach der Figur 2 in vier Zonen Z1 bis Z4 mit 
to jeweils gleicher Kontaktpunktzahl eingeteilt. Jeder Kontaktpunkt KP der Zone Z1 wird mit je einem 
Kontaktpunkt KP der Zone Z2. Z3 und Z4 verbunden und anschlieflend auf einen Anschlu/3 AS, beispiels- 
weise einen Stekkerpin, am Rande des Kontaktfeldes KF gefuhrt Bei dieser Anordnung ergibt sich hieraus 
ein Verhaitnis von 4 : 1 Kontaktpunkten zu eiektronischen Durchschaltemeflpunkten der hier nicht darge- 
stellten Auswerteelektronik, d. h., pro eiektronischen Durchschaltemeflpunkt werden vier Kontaktpunkte KP 
rs im Kontaktfeld KF des Leiterplattenprufautomaten angeboten. 

Die Kontaktpunkte der Zone Z1 werden zu 100 % mit eiektronischen Durchschaltemeflpunkten versorgt. 

Zl -> 100 % 

20 21 + Z2 -> Versorgungsgrad 50 % 

Zl + Z2 + Z3 -> Versorgungsgrad 30 % 
Zl + 12 + Z3 + ZA -> Versorgungsgrad 25 % 

25 

wobei Z4 nur noch einen schmalen au/teren Rahmen im Kontaktfeld KF bildet. 

Die Kontaktpunkte der Zonen Z1 bis Z4 konnen beispielsweise so miteinander verbunden werden, da/3 
sich eine Verteilung im Raster 2/10" = 1/5" von 100 % uber das gesamte Feld ergibt wenn das 
"Grundraster" 1/10" betragt 

30 Die Kontaktpunktverbindungen des Kontaktfeldes KF werden beispielsweise im Entflechtungssystem 
(CAD/CAT) fur die Herstellung der zu prufenden Leiterplatte abgelegt und konnen. den Prufpunkten dieses 
Priiflings Gberlagert werden, d. h., das Entflechtungssystem kann erkennen, ob zwei bzw. drei miteinander 
verbundene Kontaktpunkte des Kontaktfeldes mit den Prufpunkten des Pruflings kollidieren. Es wird eine 
Kollisionspunkteiiste erstellt, welche im nachsten Schritt zur Generierung der Rangierieiterplatte RL benotigt 

35 wird, d. h., die ungenutzten, benachbarten Kontaktpunkte KP des Kontaktfeldes KF werden auf die 
Kollisionspunkte rangiert. 

In der Rgur 3 sind im oberen Teil ausschnittsweise Teiie der Zonen Z1 bis Z4 mit jeweils Viererblocken 
VB von Kontaktpunkten KP dargestellt. Eine nachstgroi3ere Rasterung wird mit Verbindungsleitungen 
zwischen einzelnen Kontaktpunkten KP hergestelit; diese verknupfen jeweils vier Kontaktpunkte KP aus 
40 verschiedenen Zonen Z1 bis Z4 mit einem AnschluC AS. Im unteren Teil der Figur 3 ist schematise!! der 
Ort der miteinander verbundenen Kontaktpunkte KP innerhalb der jeweiligen Viererblocke VB gezeigt. Es ist 
hieraus erkennbar, dafl sich ein Umlauf der Orte der untereinander verbundenen Kontaktpunkte KP von der 
Zone Z1 bis Z4 innerhalb der Viererblocke VB ergibt 
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Gewerbliche Anwendbarkeit 

Die Erfindung ist vor ailem bei Prufanordnungen fur Leiterplatten in der Fertigung fur elektronische 
Gerate anwendbar. 
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Anspruche 

1 . Pruf anordnung fur Leiterplatten mit 
55 - Kontaktnadeln zur Kontaktierung der zu prufenden Leiterbahnen, welche in einem Zwischenadapter 

eingesetzt sind, 

- einer Rangierieiterplatte zwischen den Kontaktnadeln und einer Nadeltragerplatte, mit der die dem Prufling 
abgewandten Kontaktpunkte der Kontaktnadeln auf ein vorgegebenes Raster umrangiert werden, und mit 
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- einem Kontaktflachenfeid mit Kontaktpunkten im vorgegebenen Raster, auf das die Nadeln der Nadeitra- 
gerplatte aufsetzen und mit dem eine Verbindung zu den elektronischen Auswerteeinheiten der Prufanord- 
nung hersteilbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 
s - zur Reduzierung der Anschlufipunktezahl bei der Anschaltung der Auswerteeinheiten das Kontaktflachen- 
feid in Zonen (Z1, Z2, Z3, Z4) mit jeweils gleicher Kontaktpunktzahl eingeteilt ist, wobei 

- jeder Kontaktpunkt einer Zone (Z1) mit je einem Kontaktpunkt der weiteren Zone (Z2, Z3. Z4) verbunden 
und auf einen Stecker am Rande des Kontaktfiachenfeldes gefuhrt ist 

2. Prufanordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da/3 

10 - bei einer Reduzierung der Anschlufipunktezahl mittels Halbierung des Kontaktpunktabstands (1/10" t 1/20") 
vier Zonen vorhanden sind, wobei, ausgehend von einer inneren Zone (Z1), die auflere Zone die jeweiis 
innere Zone umschliei3t, und dai3 

- jeweils ein Kontaktpunkt eines Viererblocks (VB) der inneren Zone (Z1) mit dem Kontaktpunkt eines in 
Richtung auf die aufleren Anschlusse des Kontaktfiachenfeldes am nachsten liegenden Viererblocks (VB) in 

75 der jeweils aufleren Zone (Z2, Z3, Z4) fortlaufend verbunden ist. 

3. Prufanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, da/3 

- die jeweils miteinander verbundenen Kontaktpunkte der Viererblocke (VB) an verschiedenen Orten 
innerhalb der Viererblocke (VB) liegen, derart da/3 sich von der inneren Zone (Z1) zur aufieren Zone (Z4) 
ein Umlauf innerhalb der Anordnung im jeweiligen Viererblock ergibt 

20 
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